证券代码：600520                                            证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                             编号：2026-0615
	投资者关系活动类别
	调研：线下   □分析师会议
□媒体采访     □业绩说明会
□新闻发布会   □路演活动
现场参观	   □其他

	来访人
	中泰证券、长江证券、东北证券、国联民生、上海尘星资产、中信保诚基金、安徽银桥投资

	来访人类型
	投资者     证券机构      新闻媒体□  
其他：                                  

	上市公司接待人员
	董事会秘书：夏军
公司研究院副院长：汪洋
证券事务代表：毕静

	接待时间
	2026年6月15日10:00时

	接待地点
	三佳科技党群活动服务中心三楼会议室

	投资者关系活动主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK2]Q1：请介绍一下公司及主营业务情况
A1：公司成立于2000年4月，公司前身是原电子工业部所属4150、4963、4524三个军工厂，2002年1月在上交所主板上市，被誉为“中华模具第一股”。2025年1月，合肥产投集团旗下合肥市创新科技风险投资有限公司通过股权收购形式成为公司控股股东。公司经过多年发展，目前核心业务涵盖半导体封装装备及智能制造业务两大板块。半导体封装装备具体包括高精度塑封模具、全自动塑封系统与切筋成型设备等；智能制造业务具体包括塑料挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件等。半导体封装装备板块的营业收入占公司主营业务收入约70%，智能制造板块约占30%。

Q2：公司对未来发展战略有何规划？
A2：公司以控股型上市公司为发展定位，致力于打造新兴产业投资与运营平台。遵循“立足安徽，面向全球；围绕主业，做大做强”的指导思想，坚持内生增长与外延并购双轮驱动的发展路径。以内生发展夯实业务基础，实现基本经营目标；以外延并购完善产业布局，实现超预期发展。不断强化核心竞争力，实现“国内领先、国际知名”的品牌目标。

[bookmark: OLE_LINK4]Q3：请介绍公司研究院的整体布局、人员配置及研发方向相关情况？
A3：公司研究院后续计划整体搬迁至合肥，重点聚焦先进封装技术迭代及公司未来新产品的研发落地，是公司核心技术创新与产品迭代的核心研发平台。在人员配置规划方面，研究院一期规划配置专职研发人员30余人，后续将根据研发项目推进及业务发展需求逐步扩充，中期规划专职研发人员规模达50余人。
研发业务层面，研究院主要承担公司前沿技术攻关、新品预研、工艺优化等核心工作。除研究院研发团队外，公司技术研发部还有人员100余人，构建了完善的技术研发、成果转化、工艺落地闭环，持续为公司产品迭代、技术壁垒构建、市场竞争力提升提供核心技术支撑。

[bookmark: OLE_LINK5]Q4：今年订单情况如何？
A4：目前整个行业市场景气度向好，从一季度的情况来看，公司在手订单实现明显增长，基于当前良好的行业态势及公司订单储备情况，公司对顺利达成本年度订单经营目标具有信心。

Q5：行业测算塑封领域国内市场规模约30-40亿元，该领域业务若按热压、注塑两大工艺拆分，公司整体业务分部布局及占比情况如何？
A5：结合当前塑封行业市场结构、公司现有技术储备、产线布局及业务规划，针对国内塑封市场，公司热压工艺与注塑工艺相关业务布局、产能及市场拓展规划约各占50%左右。

[bookmark: OLE_LINK1]Q6：请问公司目前核心客户合作情况如何，在行业内的配套供应地位具备哪些优势？
A6：目前公司已成为天水、长电、通富等行业头部企业的最佳供应商，与上述核心客户建立了稳定、深度、常态化的战略合作关系。依托与行业头部企业的深度合作，公司进一步稳固了自身在细分领域的市场地位，持续夯实供应链核心配套优势，为后续业务稳步拓展、市场份额提升奠定了坚实基础。

Q7：公司核心产品的交货周期为多久？
A7：半导体封装系统产品交货周期平均约90天，模具产品交货周期平均约45天。通过内部提质增效，交货周期有缩短空间，公司产能可有效保障客户需求。

[bookmark: OLE_LINK11]Q8：公司目前再融资工作进展如何？
A8：公司将于2026年6月29日召开股东会，会议主要审议公司再融资相关议案，后续将依规稳步推进再融资各项工作。


                  日  期：2026年6月15日
